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  DEM（深层刻蚀(Deepetching)、电铸(Electroforming)、微复制(Microreplication)的英文简写）技术是由我们提出的一种非硅三维微加工

新技术，该技术设想用深层刻蚀工艺来取代LIGA 技术中的同步辐射X 光深层光刻工艺，从而达到降低加工成本，缩短加工周期的目的。该微

加工技术如能获得成功，可为微型机电系统（MEMS）的研究提供新的微加工手段，使我国在非硅材料的微加工技术领域处于国际先进水

平。目前课题组已克服了硅侧壁绝缘、模具因应力发生弯曲等技术难关，打通了DEM 技术的全部工艺，获得了高度为100 微米，深宽比大于

10 的金属和塑料微结构。在研究工作中，课题组还发明了一种新型X 光掩模板制造技术，该掩模板用深层刻蚀工艺制造，具有工艺简单、价

格低廉、掩模板寿命长等优点。课题组目前正在利用DEM 技术与国内科研院所和跨国公司联合开发微结构产品，应用于生物医学和防伪技术
领域。 
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● 应用情况 

1. 与美国3M 公司合作开发微结构防伪产品； 

2. 与上海交通大学生命科学技术学院联合开发三维DNA 芯片，该项目获上海市科委的资助； 

3. 与中科院上海冶金所共同开发毛细管电泳芯片，该项目获国家重点基础研究发展规划项目（973）的资助；与上海交通大学化学化工学院
联合研制小孔径毛细管流变仪，应用于国家自然科学基金重点项目的研究。 
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